
鑫辉自动化东莞螺杆点胶阀厂家

产品名称 鑫辉自动化东莞螺杆点胶阀厂家

公司名称 深圳市鑫辉自动化科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫辉微点
型号:XH*1000
产地:中国

公司地址 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区楼岗大道1号101
7（注册地址）

联系电话  19925354382

产品详情

鑫辉自动化东莞螺杆点胶阀厂家通常用于高冲击环境中的硅芯片应用需要始终如一的可靠性时

芯片底部填充工艺包括分配无空隙流体以封装硅芯片或 贴片元器件的底部。封装覆盖顶面，通常是易碎

互连所在的位置，但在芯片底部填充的情况下，易碎互连位于组件的底面。底部填充增强了电触点的连

接强度，并补偿了可能导致产品故障的两种连接材料的热膨胀率差异。底部填充通常用于高冲击环境或

需要一致可靠性的应用。

芯片底部填充胶点胶工艺概述

底部填充工艺要求基板处于高温下才能进行适当的处理。这些升高的温度降低了流体粘度。良好的分配

是通过带有用于控制分配的强制关闭机制的泵来完成的。我们的压电喷射阀和我们创新的螺杆点胶阀是

其中两个阀体。喷射阀的优点是可以从表面上方 4 毫米处分配小液滴，同时保持较小的润湿区域。这有

利于小型设备和近距离无源设备。螺杆点胶阀是一种连续容积式泵，即使粘度和温度发生变化，体积也

不会发生变化。它可以快速、高精度地为大型设备分配底部填充胶，无需持续校准

底部填充工艺的基本步骤是：



1. 从环境温度预热到 80 摄氏度。

2. 设备的视觉对齐。

3. 定位要分配的表面（z 轴）。

4. 分配填充通道——可能需要多次通过。

5. 分配圆角通道——根据器件尺寸或底部填充材料的选择，可能不需要。

6. 后加热 – 取决于产品
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